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DuPont Printed Circuit Materials
A member of DuPont Electronic Technologies

Materialy pro tisténé spoje

Riston® PlateMaster PM200

Technicky list a informace o zpracovani

Fotopolymerni filmy

Fotoresist pro pokoveni v laznich méd, cin & cin/olovo
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ZAKLADNI VLASTNOSTI VYROBKU A JEHO APLIKACE

e Negativné pracujici suchy fotoresistivni film
zpracovatelny ve vodnich roztocich.

e Navrzeny pro nanaseni predloh na zdrsnénou i
nezdrsnénou méd’ nanesenou bezproudovym
pokovenim a na povrchy urené pro piimé
pokoveni.

e Specialné¢ navrzeny napiiklad pro nanaseni
predloh na hladké médéné povrchy, nékteré
povrchy uréené pro piimé pokoveni a dalsi.

UDAJE O ZPRACOVANI

e Vysoka rozliSovaci schopnost s §irsi expozi¢ni
pruznosti a mensi citlivost na mozny vznik
nefunkénich spoju.

e Silnd odolnost proti odchlipovani od povrchu
v médénych, cinovych a cinové-olovnatych
pokovovacich 1aznich.

e  Siroké rozmezi podminek pro zpracovani.

o K dispozice v tloustkach 40, 50 a 75um.

Tento technicky list obsahuje typické informace o
zpracovani produktu Riston® PlateMaster PM200.
Udaje uvedené v této pifruéce byly ziskany na
vyrobnich zafizenich 1 z testovacich metod
v laboratofi a jsou poskytovany formou doporuceni.
Skuteéné parametry pii zpracovani budou zaviset
na pouzitém technickém vybaveni, chemikaliich,
pouzité metodé¢ a mély by byt nastaveny tak, aby
vzdy zajistily nejlepsi vysledky. Dalsi podklady o
obecném zpracovani produkti Riston” naleznete
v publikaci General processing Guide (DS98-41).

BEzZPECNA MANIPULACE

USKLADNENI, BEZPEGNE OSVETLENI

Informace o bezpecné manipulaci naleznete
v bezpec¢nostnim listu (MSDS — Material Safety
Data Sheet) pro vypary vznikajici pii pouziti
suchého fotoresistu Riston”. Tento bezpe&nostni list
a hodnoty vyparti v ném byly vytvofeny pii pouziti
nejvyssi doporucené teploty laminovaciho valce.
Uvédomte si, ze prekrocenim této teploty b&hem
zpracovani miZzete zpusobit zvySeni mnozstvi
vypart a zménu jejich obsahu od toho, ktery je
uveden v bezpecnostnim listu. Vice informaci o
bezpecné  manipulaci  naleznete v publikaci
TB-9944 “Handling Procedure for DuPont
Photopolymer Films*.

Doporuceni o uskladnéni a bezpecném osvétleni
pro produkty Riston” naleznete v publikaci General
processing Guide (DS98-41).
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ZPRACOVANiI ODPADU
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Informace o zpracovani odpadu z fotoresistivnich
filmi najdete v posledni literatuie spoleCnosti
DuPont a ve stitnich a mistnich nafizenich.
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CAST 1: MEDENE POVRCHY A
JEJICH PRIPRAVA

CAST 2: LAMINACE

PlateMaster PM200 je silné odolny proti
odlupovani a odchlipovani od vSech povrchu.
Riston® PlateMaster PM200 je  kompatibilni
s nasledujicimi povrchy a metodami jejich
pripravy:

e Bezproudové pokovené povrchy:
Hladkeé
Zdrsnéné pemzou nebo kartacem
¢ Piimo pokovené povrchy:
BlackHole

(mel by byt kompatibilni i s ostatnimi
pfimo pokovenymi povrchy)

e Platovana meéd’ (véetné dopravnikové
pokoveného povrchu jakym je Uniplate® nebo
“Segmenta‘):

Hladka

Zdrsnéna

Antioxidanty
V souladu s navody vyrobcii mohou byt spésné
pouzity nasledujici antioxidanty:

e Enthone Entek Cu56
(dobré vysledky muzete ziskat i s pouzitim jinych
antioxidantti)

Informace o navrhu predlamina¢niho CiSténi
naleznete v publikaci General Processing Guide a
v piislusnych odkazech.
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Riston® Plate Master PM200 byl navrzen zejména
pro HR laminatory (HR-HotRoll).

Laminaéni podminky pro DuPont
HRL-24 & DuPont HRL-24 Film
Laminator

e Predehrati: Volitelné

e Teplota laminovaciho valce: 100-120 °C

e Rychlost valce: 0,6-1,5 m/min

¢ Vzduchovy ptitlak: 0-2,8 bar
UPOZORNENI

Nezaménovat vzduchovy pfitlak s tlakem valca
doporucenym vyrobcem zafizeni.

POZNAMKA
Pro vzduchovy pfitlak 1,4 bar a vice pouzivejte
plny valec.

Laminac¢ni podminky pro automatické
listové laminatory

o Piedehrati: Volitelné

e Teplota valce: 50-80 °C

e Teplota laminovaciho valce: 100-115 °C

e Tlak valce: 3,5-4,5 bar

e Tlak laminovaciho valce: 3,0-5,0 bar

e Doba: 1-4s

e Rychlost laminace: 1,5-3,0 m/min
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POZNAMKA
Pro laminatory typu Hakuto je doporucena teplota
laminovaciho valce 105-120 °C.

Ocekavana vystupni teplota desky

Vnitini vrstvy: 60-70 °C
Vngjsi vrstvy (Cu/Sn, Cu/Sn-Pb): 45-55 °C
Vngjsi vrstvy (zlata deska): 50-55 °C

(Informace o tom, jak vyuZzivat vystupni teplotu
desky pro fizeni zpracovani naleznete v publikaci
General Processing Guide)

Doporuceni
e Laminaci za¢néte s teplotou valce mezi 110 az
115 °C a podle potieby ji upravujte.

e Pro tenting aplikace mize byt pro zabranéni
pfelomeni tent a nateCeni resistu do otvorQ
zddouci  sniZzeni  tlaku  a/nebo  teploty
laminovaciho valce.
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e Pred laminaci se ujistéte, Ze jsou naprosto suché
vSechny otvory v desce.

* Vysoké teploty mohou zptisobit zvrasnéni resistu.
Snizte teplotu valce nebo vynechejte predehiani.

e Desky mohou byt exponovany okamzité po
laminaci. Doporu¢ujeme je ovSem nechat
vychladnout na pokojovou teplotu.

e Vzhledem k bezpe€nosti pii zpracovani (viz
bezpeCnostni  listy) neptekraCujte  nejvyssi
doporucenou teplotu laminovaciho valce.

sondou Super Slim UV Probe (SSLO01A) a
expozi¢ni jednotkou Olec AP30-8000.

CAST 4: VYVOLANI

CAST 3: ExrPozICE

Riston” PlateMaster miize byt naexponovan na
vSech standardnich =zafizenich pouzivanych ve
vyrobé plosnych tisténych spoji. Pouzijte lampy
vyhovujici nejveétsi citlivosti resistu, ktera je
piiblizné mezi 350 a 380 nm.

Riston® PlateMaster ma lepsi rozliSovaci schopnost
a §irsi expoziCni pruznost nez ostatni resisty. Je také
mnohem odolnéjsi proti vzniku nefunkénich spoj,
které bézné vznikaji pfi expozici sklo/sklo.

Pfi optimalnim zpracovani miZzete s materidlem
Riston” PlateMaster dosahnout rozlideni (§itka Gary

a mezery — Lines and Spaces S/L) az 50um.

DOPORUCENY EXPOZICNi ROZSAH

PM240 PM250
RST 10-20 10-20
SST 7-10 7-10
mJ/cm? 35-100 40-110

Doporuéeni:

e V aplikacich, kde je pozadovano vysoké rozliseni
(100pum S/L) zaénéte expozici na RST 13-14.

e Pro rozliSeni >125um L/S za¢néte expozici s RST
15-16.

POZNAMKA
e RST = DuPont Riston® 25-Step Density Tablet —

25-troviiova stupnice hustoty.

e SST = Stouffer 21-Step Sensitivity Guide —
21-uroviiova $ablona citlivosti.

e Energie expozice (mJ/cm?) podle mezinarodniho
svételného radiometrického modelu IL1400A se
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Riston” PlateMaster PM200 mize byt vyvolavan
s dobrou vynosnosti v uhli¢itanu sodném nebo
draselném. PM200 ma Sirokou vyvolavaci pruznost
a je méné citlivy na presnou koncentraci vyvojky,
bod vymyti a tvrdost oplachové vody nez vétsina
ostatnich resista.

Doporuceni pro vyvolani
e Tlak ostriku: 1,4-2,4 bar
(upfednostiiovany jsou vysokotlaké piimé véjirové

nebo kuzelové trysky)

¢ Chemikalie:
(v hmnotnostnich procentech):

Na,COs: 0,7-1,0%; preferovano 0,85%
NA,CO5.H,0: 0,8-1,1%; preferovano 1,00%
K,COs: 0,8-1,1%; preferovano 1,00%

e Teplota: 27-35 °C; preferovano 30 °C
¢ Bod vymyti: 50-70% (preferovano 60%)

e Cas v lazni (piiblizny):
Riston® PlateMaster PM240: 28-40s
Riston® PlateMaster PM250: 38-50s

e MnoZstvi resistu:
Najednou (Feed & Bleed): 0,07-0,14 m*/1 pro
film s tloustkou 38 um (PM240).
Po davkéch (Batch Processing): do 0,20 m*/I pro
film s tloustkou 50 pm (PM250).

e Oplachova veoda: piipustnd je tvrda (150-
250ppm CaCQOj; ekvivalent) nebo mékka voda.

e Trysky pro oplachovou vodu: Preferovany jsou
vysokotlaké ptimé véjitové trysky.

e SuSeni: Dukladné vysuSte do uplného sucha.
Ptednostné pouzivejte horky vzduch.

¢ Kontrola Feed & Bleed: Pro zaruceni nejlepsich
vysledkt nastavte pH kontroler na bod pH 10,6 ,
udrzujte mnozstvi aktivniho uhliitanu na
65-78 % zjeho celkového mnozstvi nebo
pouzijte pocitadlo desek k dodrzeni dovoleného
mnozstvi vyvolaného resistu.

e Kontrola Batch Processing: Napln vymeénte pri

dosazeni pH 10,2 nebo pfi poklesu aktivniho
uhli¢itanu na 60 % z jeho celkového mnozstvi.
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Odpénovace

Pii zpracovani produktli Riston” PlateMaster
PM200 muzete potiebovat odpénovac. Pokud ho
budete muset pouzit, pfidejte 0,8ml/l nékterého
z nasledujicich odpénovaci:

e FoamFREE™ 94(
e  Pluronic 31R1
Svou funkci mohou splnit i jiné odpénovace.

CAST 7: STRIPOVANI

CAST 5: POKOVENI

(KYSELY SIRAN MEDNATY; CiN/OLOVO;
CiN)

(Vzdy dodrzujte doporuceni vyrobet chemikalii pro
pokovovani)

Riston® PlateMaster PM200 miize byt pouzit pro
proces pokoveni v laznich z kyselé médi,
cinu/olova, cinu, niklu a zlata. Riston® PlateMaster
PM200 je siln¢ odolny proti odchlipovani a
pokoveni pod svym povrchem.

Doporuceni: Sekvence procesu ¢isténi
pred pokovenim

— Kysely &isti¢: 38-50 °C; 2-4 minuty

— Opléachnuti sprejem a/nebo v nadobé: 2 minuty

— Odstranéni vrstvicky 0,15-0,25 um meédi
mikroleptanim (doba podle potieby).

— Opléachnuti sprejem a/nebo v nadobé¢: 2 minuty

— Smoceni v kyselin€ sirové (5-10 %); 1-2 minuty

— (Volitelné oplachnuti sprejem; 1-2 minuty)

Doporuceno pouzit kyselé horké
mydlové Cistice:

VersaCLEAN® 425:
6-12 %; 40-50 °C; 2-4 minuty

POZNAMKA
Dobré vysledky mohou byt dosazeny i s jinymi

ey

Gistici.

CAST 6: LEPTANI

e Riston” PlateMaster PM200 je kompatibilni
s vétSinou kyselych pfipravki urcenych pro
leptani. Naptiklad s chloridem médnatym,
peroxidem vodiku atd.

e Riston” PlateMaster PM200 neni odolny vidi

vétsiné  alkalickym ~ ¢épavkovym  leptacim
procestum.

Rev. 1.0 (07/04)

http://www.dupont.com/pcm

Film Riston PlateMaster PM200 je vytvoien tak,
aby po jeho rozlozeni na kousky dochazelo k
jeho naslednému  pomalému  rozpousténi  ve
stripovacim roztoku. Tento fakt dovoluje vyjmout
rozlozeny resist jeSté pred jeho rozpusténim a
zarucuje tak zvysSeni Zivotnosti stripovaciho roztoku
a tim i snizeni vyrobnich nakladd.

Doporucéeni pro stripovani

¢ Chemikalie:
NaOH: 1,5-3.0 %; rychlejsi stripovani pii 3,0%
KOH: 1,5-3,0 %; rychlejsi stripovani pii 3%
Vlastni stripovaci roztoky: koncentrace podle
doporuceni vyrobce roztoku

Tlak postiiku: 1,4-2,4 bar

o Trysky: Ptimé vysokotlaké véjitové trysky

Bod vymyti: 50% nebo mén¢

Cas ve stripovacim roztoku:
(jedna se o pfiblizny Cas ve vtefinach pfi teploté
roztoku 55 °C a pfi bodu vymyti 50 %)

Chemikalie PM240 PM250
3,0 % NAOH 60-80 90-120
1,5 % NAOH 130-160 150-180
3,0 % KOH 110-140 130-170
1,5 % KOH 140-170 150-180

¢ Odpéiiovade: Postupujte podle doporuceni v
Casti 4: Vyvolani.

Spolecnost DuPont nenese zadnou zodpovédnost za
pripadné chyby zptisobené prekladem.

Odpovédi na Vase otazky a dalsi informace o tomto
produktu ziskate u dodavatele materidlu DuPont pro
CR a SR:

JAMI electronics s.r.o.
Dubenecka 827
19012 Praha 9

Tel: +420 281 930 559
Mob.:  +420 603 716 490

WWW:  www.jamiel.cz
e-mail: marcela.viskova@jamiel.cz
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